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【57】申請專利範圍
1.　一種積體裝置，包括：一印刷電路板(PCB)；耦合至該印刷電路板(PCB)的一層疊封裝

(PoP)裝置，其中該層疊封裝(PoP)裝置包括：包括一第一電子封裝組件的一第一封裝；及
耦合至該第一封裝的一第二封裝，而使得該第一電子封裝組件與該第二封裝之間存在一

間隔，其中該間隔為約 10至 100微米(μm)；一間隙控制器，經配置以提供該第一電子封
裝組件與該第二封裝之間的該間隔，該間隙控制器包括一間隔物與一黏合層；在該第一

封裝與該第二封裝之間形成的一第一封裝層，而使得該第一封裝層耦合到該第一封裝與

該第二封裝，該第一封裝層係位於該間隙控制器上方，並被配置成至少部分地封裝包括

該間隔物與該黏合層的該間隙控制器；及至少部分地封裝該層疊封裝(PoP)裝置的一第二
封裝層，其中該積體裝置被配置成提供蜂巢功能性、無線保真(WiFi)功能性、以及藍芽
功能性。

2.　如請求項 1之積體裝置，其中該第二封裝層包括該第一封裝層。
3.　如請求項 1之積體裝置，其中該第一封裝層與該第二封裝層分開。
4.　如請求項 1之積體裝置，進一步包括：耦合至該印刷電路板(PCB)的至少一個電子封裝
組件，其中該至少一個電子封裝組件在該層疊封裝(PoP)裝置外部。

5.　如請求項 4之積體裝置，其中該層疊封裝(PoP)裝置和該至少一個電子封裝組件被配置成
提供蜂巢功能性、無線保真(WiFi)功能性以及藍芽功能性。

6.　如請求項 4之積體裝置，其中該積體裝置被配置成提供全球定位系統(GPS)功能性、無
線保真(WiFi)功能性、藍芽功能性、以及至少一個射頻前端(RFFE)功能性。
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7.　如請求項 6之積體裝置，其中至少一個射頻前端(RFFE)功能性包括行動通訊全球系統
(GSM)、寬頻分碼多工存取(WCDMA)、分頻雙工長期進化(FDD-LTE)及/或分時雙工長期
進化(TDD-LTE)。

8.　如請求項 4之積體裝置，進一步包括：配置成至少部分地包圍該至少一個電子封裝組件
的內部遮罩，其中該內部遮罩被配置成將該至少一個電子封裝組件與該層疊封裝(PoP)裝
置隔離。

9.　如請求項 8之積體裝置，進一步包括：在該第二封裝層上方形成的外部遮罩，其中該外
部遮罩耦合至該內部遮罩。

10.   如請求項 1之積體裝置，其中該間隙控制器係位於該第一封裝與該第二封裝之間，並且
被配置成提供該第一封裝與該第二封裝之間的一最小間隙，其中該最小間隙為約 10微米
(μm)。

11.   如請求項 10之積體裝置，其中該第二封裝包括一第二封裝基板，並且該間隙控制器位於
該第一電子封裝組件與該第二封裝基板之間。

12.   如請求項 11之積體裝置，其中該第一封裝層是在該第一電子封裝組件與該第二封裝基板
之間形成的。

13.   如請求項 10之積體裝置，其中該第二封裝包括一第二重分佈部分，並且該間隙控制器位
於該第一電子封裝組件與該第二重分佈部分之間。

14.   如請求項 13之積體裝置，其中該第一封裝層是在該第一電子封裝組件與該第二重分佈部
分之間形成的。

15.   如請求項 10之積體裝置，其中該間隙控制器耦合至該第一封裝、但是不與該第二封裝耦
合。

16.   如請求項 1之積體裝置，其中該第一封裝層填充該第一電子封裝組件與該第二封裝之間
的至少一大部分空間。

17.   如請求項 1之積體裝置，其中該積體裝置被積體到從包括以下各項的組中選擇的一設備
中：一音樂播放機、一視訊播放機、一娛樂單元、一導航設備、一通訊設備、一行動設

備、一行動電話、一智慧型電話、一個人數位助理、一固定位置終端、一平板電腦、一

電腦、一可穿戴設備、一物聯網路(IoT)設備、一膝上型電腦、一伺服器、以及一機動車
中的一設備。

18.   如請求項 1之積體裝置，其中該第一封裝層係形成在該第一電子封裝組件與該第二封裝
之間，而使得該第一封裝層耦合到該第一電子封裝組件與該第二封裝。

19.   如請求項 1之積體裝置，其中該第一封裝層係形成在該第一封裝與該第二封裝之間，而
使得該第一封裝層封裝該第一電子封裝組件的一側部與一頂部。

20.   如請求項 1之積體裝置，其中該第一封裝被配置成透過複數個封裝互連電耦合到該第二
封裝，該等複數個封裝互連係藉由該第一封裝層封裝。

21.   如請求項 1之積體裝置，其中該積體裝置的尺寸係在約 26mm(W)×26mm(L)×1.8mm(H)與
約 52mm(W)×52mm(L)×2mm(H)之間。

22.   如請求項 1之積體裝置，其中該間隔物的一頂部直接耦合到該黏合劑的一頂部，而該黏
合劑的該頂部直接耦合到該第一封裝層。

23.   如請求項 1之積體裝置，其中該間隙控制器與該第一電子封裝組件直接接觸，但不與該
第二封裝直接接觸。

24.   一種設備，包括：一印刷電路板(PCB)；耦合至該印刷電路板(PCB)的一層疊封裝(PoP)裝
置，其中該層疊封裝(PoP)裝置包括：包括一第一電子封裝組件的一第一封裝；及耦合至
該第一封裝的一第二封裝；一間隙控制器，經配置以提供該第一封裝與該第二封裝之間
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的一間隔，該間隙控制器包括一間隔物與一黏合層；在該第一封裝與該第二封裝之間形

成的一第一封裝層，而使得該第一封裝層耦合到該第一封裝與該第二封裝，該第一封裝

層係位於該間隙控制器上方，並被配置成至少部分地封裝包括該間隔物與該黏合層的該

間隙控制器；及至少部分地封裝該層疊封裝(PoP)裝置的一第二封裝層，其中該設備被配
置成提供蜂巢功能性裝置、無線保真(WiFi)功能性裝置、以及藍芽功能性裝置，其中該
設備的尺寸係為約 52mm(W)×52mm(L)×2mm(H)或更少。

25.   如請求項 24之設備，其中該第二封裝層包括該第一封裝層。
26.   如請求項 24之設備，其中該第一封裝層與該第二封裝層分開。
27.   如請求項 24之設備，進一步包括：耦合至該印刷電路板(PCB)的至少一個電子封裝組

件，其中該至少一個電子封裝組件在該層疊封裝(PoP)裝置外部。
28.   如請求項 27之設備，其中該層疊封裝(PoP)裝置和該至少一個電子封裝組件被配置成提

供蜂巢功能性裝置、無線保真(WiFi)功能性裝置以及藍芽功能性裝置。
29.   如請求項 24之設備，其中該間隙控制器係位於該第一封裝與該第二封裝之間，並且其中

該間隙控制器被配置成提供該第一封裝與該第二封裝之間的一最小間隙。

30.   一種用於製造積體裝置的方法，包括以下步驟：提供一印刷電路板(PCB)；將一層疊封裝
(PoP)裝置耦合至該印刷電路板(PCB)，其中耦合該層疊封裝(PoP)裝置包括：提供包括一
第一電子封裝組件的一第一封裝；及將一第二封裝耦合至該第一封裝，而使得該第一電

子封裝組件與該第二封裝之間存在一間隔，其中該間隔的範圍係為約 10至 100微米
(μm)；形成一間隙控制器，該間隙控制器經配置以提供該第一電子封裝組件與該第二封
裝之間的該間隔，該間隙控制器包括一間隔物與一黏合層；在該第一封裝與該第二封裝

之間形成一第一封裝層，而使得該第一封裝層耦合到該第一封裝與該第二封裝，該第一

封裝層係位於該間隙控制器上方，並被配置成至少部分地封裝包括該間隔物與該黏合層

的該間隙控制器；及形成至少部分地封裝該層疊封裝(PoP)裝置的一第二封裝層，其中該
積體裝置被配置成提供蜂巢功能性、無線保真(WiFi)功能性、以及藍芽功能性，其中該
積體裝置的尺寸係為約 52mm(W)×52mm(L)×2mm(H)或更少。

31.   如請求項 30之方法，其中該第二封裝層包括該第一封裝層。
32.   如請求項 30之方法，其中該第一封裝層與該第二封裝層分開。
33.   如請求項 30之方法，進一步包括以下步驟：耦合至該印刷電路板(PCB)的至少一個電子

封裝組件，其中該至少一個電子封裝組件在該層疊封裝(PoP)裝置外部。
圖式簡單說明

在結合附圖理解下面闡述的詳細描述時，各種特徵、本質和優點會變得明顯，在附圖

中，相像的元件符號貫穿始終作相應標識。

圖 1圖示了包括若干封裝的積體裝置的視圖。
圖 2圖示了層疊封裝（PoP）裝置的橫截面圖。
圖 3圖示了包括嵌入式層疊封裝（PoP）裝置的積體裝置的視圖。
圖 4圖示了包括嵌入式層疊封裝（PoP）裝置的積體裝置的剖視圖。
圖 5圖示了包括嵌入式層疊封裝（PoP）裝置的另一積體裝置的剖視圖。
圖 6圖示了包括嵌入式層疊封裝（PoP）裝置的另一積體裝置的剖視圖。
圖 7圖示了包括嵌入式層疊封裝（PoP）裝置的另一積體裝置的剖視圖。
圖 8圖示了用於製造包括嵌入式層疊封裝（PoP）裝置的積體裝置的序列的實例。
圖 9圖示了用於製造包括嵌入式層疊封裝（PoP）裝置的另一積體裝置的序列的實例。
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圖 10圖示了用於製造包括嵌入式層疊封裝（PoP）裝置的積體裝置的示例性方法的流程
圖。

圖 11圖示了包括嵌入式層疊封裝（PoP）裝置的積體裝置的封裝、電路和應用。
圖 12圖示了包括間隙控制器的層疊封裝（PoP）裝置的橫截面圖。
圖 13圖示了間隙控制器的實例。
圖 14圖示了間隙控制器的另一實例。
圖 15圖示了間隙控制器的另一實例。
圖 16圖示了包括間隙控制器的另一層疊封裝（PoP）裝置的橫截面圖。
圖 17圖示了包括間隙控制器的另一層疊封裝（PoP）裝置的橫截面圖。
圖 18圖示了包括間隙控制器的另一層疊封裝（PoP）裝置的橫截面圖。
圖 19圖示了包括間隙控制器的另一層疊封裝（PoP）裝置的橫截面圖。
圖 20圖示了包括間隙控制器的另一層疊封裝（PoP）裝置的橫截面圖。
圖 21（包括圖 21A-21C）圖示了用於製造包括間隙控制器的封裝的序列的實例。
圖 22圖示了用於製造包括間隙控制器的層疊封裝（PoP）裝置的序列的實例。
圖 23（包括圖 23A-23B）圖示了用於製造包括間隙控制器的封裝的序列的實例。
圖 24圖示了用於製造包括間隙控制器的層疊封裝（PoP）裝置的序列的實例。
圖 25圖示了用於製造包括間隙控制器的層疊封裝（PoP）裝置的示例性方法的流程圖。
圖 26圖示了可包括本文描述的各種積體裝置、積體裝置封裝、半導體裝置、晶粒、積體

電路及/或封裝的各種電子設備。
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